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地緣政治下
資訊產業供應鏈據點布局與課題
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簡報大綱

地緣政治下之生產據點移轉思維

資通訊產業於「China+1」生產據點布局

資通訊產業之供應鏈重要課題觀察
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地緣政治下之生產據點移轉思維
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筆電 (Dell、HP)

美中對抗氛圍，推動ICT供應鏈據點加速轉移

美國祭出科技管制，限制中國大

陸取得半導體設計、製造技術，

從貿易擴張到科技封鎖

第二階段

脫鉤 (De-coupling)

美中將保持實質性貿易聯繫，為

降低單一供應鏈可能風險，生產

據點將形成多套區域生產系統

第三階段

去風險 (De-risking)

美中貿易戰開打，美國對中國

大陸銷往美國產品加徵額外關

稅，降低對中貿易依存

第一階段

貿易戰 (Trade War)

伺服器 (品牌商)

筆電 (Apple)

轉
移
產
品

代
表
性

資料來源：MIC，2024年3月

2023~

伺服器 (雲端服務商)

手機、網通設備

智慧音箱、藍牙耳機

2018 2020 2024~

穿戴裝置 (Apple)
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兩大思維考量下，新四大生產基地成形

東協

墨西哥
印度

中東歐

 供應鏈導向：貼近生產聚落，如上游零組件品項繁多、運籌繁瑣，但下游系統
產品體積相對不大、物流成本不高時

 市場導向：貼近最終產品銷售地，如若下游系統產品體積龐大運送不易，或確
認於特定國家具有龐大內需時

資料來源：MIC，2024年3月
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資訊硬體產業：受客戶強力要求，筆電亦已啟動移轉

伺服器：非陸產能快速增長

12.4%

32.1%

9.7%
6.3%

39.5%

12.1%

28.7%

10.1%
6.9%

42.2% Taiwan

China

North America

Western Europe

Others

由內而外：2018、2023及2027年

台灣伺服器產業生產據點比重變化

筆電：越南將為第二大生產基地

2.3%

92.6%

5.1%

2.2%

74.5%

23.3%

Taiwan

China

Others

由內而外：2018、2023及2027年

台灣筆電產業生產據點比重變化

 自2022年起，美系品牌客戶要求ODM廠進行生
產據點分散，Apple、Dell、HP已陸續啟動

 Apple與Dell推動越南製造，HP計劃將筆電生產
據點分散至墨西哥、泰國

 美系雲端服務商已全數在非中地區生產，主要產
線包含台灣及墨西哥等地。美系品牌商開始要求
產線移出中國，未來幾年東南亞產能將擴充

 AI訓練、高階GPU伺服器，因美國禁令無法於
中國生產，未來幾年中系代工廠自行生產增加

資料來源：MIC，2024年3月

Fro
m

_C
EO

Briefing
_216.73.216.196 d

o
w

nlo
ad

ed
 this d

o
cum

ent at 2026/05/27 06:30:48. ©
 C

o
p

yrig
ht M

IC
.



©  2024 Institute for Information Industry 66©  2024 Institute for Information Industry

9.9%

39.1%

46.9%

4.1% 11.0%

23.0%

60.0%

6.0%

Taiwan

China

SEA

Others
73.0%

16.0%

11.0%

60.0%17.0%

23.0%

Taiwan

China

Others

India

通訊硬體產業：東南亞、印度受青睞

手機：印度製造正崛起

 Apple力推iPhone印度製造，預計2030年前
產能占比達1/4，甚至遊說印度政府修改勞動
法，放寬工廠輪班與加班限制

 鴻海、和碩持續加大資源擴大印度製造產能規
模，Apple亦刻意扶持陸廠立訊前進印度

由內而外：2018、2023及2027年

台灣智慧型手機產業生產據點比重變化

網通廠：東南亞成為主要生產基地

 電信營運商尋求中國大陸廠商以外的供應商，並
逐步淘汰華為、中興設備

 廠商加速將中國大陸產能轉往東南亞，並開始布
局印度產能，亦評估北美作為生產據點可能性

由內而外：2018、2023及2027年

台灣網通產業生產據點比重變化

資料來源：MIC，2024年3月
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工業電腦產業：客戶分散且多元，台灣仍為核心據點

I P C  :  以台灣據點為核心

 地緣政治對於IPC而言僅止於ABC (Anywhere
But China)，因此台灣產能足以滿足此塊需求

 IPC具「少量多樣」特性，區域內（如歐洲、日
本）生產或組裝之產品，主要滿足當地或鄰近國
家客戶需求

40.0%

58.0%

2.0%

42.0%

49.0%

9.0%

Taiwan

China

Others

由內而外：2018、2023及2027年

台灣工業電腦產業生產據點比重變化

國家
據點（主
要產能）

大型
廠商

中小型
廠商 總計

廠商
數量1~5

Billion
0.1~0.5 
Billion

~0.1 
Billion

研華
神基

凌華
友通
研揚
威強電

浩鑫
磐儀
維田

9

樺漢 1

振樺
立端
新漢
廣積
飛捷
艾訊
安勤
虹堡

伍豐
融程電
精聯
捷波
同亨
廣錠
欣技
科誠
泓格
連宇
鑫創
鴻翊

20

資料來源：MIC，2024年3月
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電動車產業：貼近市場本為主要布局考量

電動車（整車廠）：市場

2%
2%

4% 6% 6%

6% 6%
5%

7%

8%

10%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

2020 2021 2022 2023E 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 2029E 2030E

xEV委外生產比重

委外生產正面因素

委外生產負面因素

1.市場完全競爭，新創備出；2.標準化/模組化發展持續；3.整車廠在地化生產考量(美國IRA)

1.市場快速進入大者恆大；2.外包進入門檻高(多零組件整合等困難)；3.需具規模經濟才可獲利

電動車（供應商）：主要客戶

 整車廠生產據點以市場為考量，包含整車進出口
關稅、當地補貼政策等

 中國大陸、美國及歐洲等三大地區仍為當前全球
電動車主要的銷售市場

 電動車供應商生產據點雖以主要客戶為考量，
但電動車零組件高達1.7萬件，不同供應商均
有不同考量，包括運輸及生產成本、關稅、補
貼政策等

資料來源：各廠商、MIC，2024年3月

Fro
m

_C
EO

Briefing
_216.73.216.196 d

o
w

nlo
ad

ed
 this d

o
cum

ent at 2026/05/27 06:30:48. ©
 C

o
p

yrig
ht M

IC
.



©  2024 Institute for Information Industry 9

資通訊產業於「China+1」生產據點布局
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Samsung(韓)

光弘(中)

太原省

緯創

正文、啓碁、明泰

河南省

Katolec(日)

英業達

河內市

海防市

和碩

環旭電、和碩

北江省

鴻海

東協(1/5)：越南為中國以外首選生產據點

鴻海

廣寧省

備註：僅列示資通訊系統EMS組裝、電動車車廠與EMS供應商與據點
資料來源：各廠商，MIC整理，2024年3月

鴻海、仁寶

智邦、仁寶、智易

Toyota

永福省

 北越跨境運輸便
利，形成「小重
慶」聚落

 近期勞力成本、
政府投資優惠誘
因減緩

 物流與電力基礎
設施不足為發展
隱憂

太平省、南定省

仁寶、廣達

鴻海 Samsung(韓)

建漢、啟碁

北寧省

寧平省

Hyundai(韓) 

歌爾(中)
立訊(中)
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東協(2/5)：泰國具產業聚落與勞力充沛優勢

巴吞他尼府

SVI(泰)

巴真府

SMT Technologies(馬)

北柳府

UMC Electronics(日)

Toyota(日)、SIIX(日)、

大城府

Katolec(日)

Kimball Electronics 
(美)、Toyota(日)、
R-N-M Alliance(日)

春武里府

羅勇府

比亞迪(中)
BMW(德)

 汽車產業鏈打
底，為東協汽車
製造中心

 人口雖僅7,000
萬，唯具外勞引
進機制，緬甸、
柬埔寨移工充
足，無缺工疑慮

 伺服器因具利潤
空間，促使泰國
成為下個重要聚
落

龍仔厝、碧武里府

泰金寶

曼谷

Hyundai(韓)

北欖府

NISSAN(日)
Mercedes-
Benz(德)

英業達、精英

廣達

Celestica(加)

註1：僅列示資通訊系統EMS組裝、電動車車廠與EMS供應商與據點
註2：橙色區塊為泰國「東部經濟走廊」特區
資料來源：各廠商，MIC整理，2024年3月
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東協(3/5)：馬來西亞競逐完整半導體與下游供應鏈
檳城

Lenovo(中) 、DELL(美)       英業達、偉創力(新)

廣宇(鴻海)、和泰電子、Jabil (美)

Katolec(日)、Jabil(美)

吉打

Jabil(美)、Celestica(加)、
SMT Technologies(馬) 

Jabil(美)

柔佛

HP(美) 緯穎 英業達、偉易達(港)、偉創力(新)

Celestica(加)、Venture(新) 、偉易達(港)、V.S. Industry(馬)

雪蘭莪州

緯創、新金寶

緯創、k-one innovate(馬)、偉創力(新)

Toyota(日)、Tesla(美)、Volvo(瑞典)

彭亨州

Mercedes-Benz(德)

 長年累積的半導體
封測聚落優勢，正
吸引需要大量晶片
的下游EMS業者前
往設廠

 成功吸引Tesla設立
首個東南亞區域總
部，加速電動車供
應鏈發展

 人口紅利不足、高
階專才外流，為主
要發展挑戰

吉隆坡

備註：僅列示資通訊系統EMS組裝、電動車
車廠與EMS供應商與據點
資料來源：各廠商，MIC整理，2024年3月
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東協(4/5)：印尼倚龐大人口紅利聚焦電動車

中爪哇省

Polytron (印尼)、EVERCROSS(印尼)、

Advan(印尼)

EVERCROSS(印尼)、Advan(印尼)

Polytron(印尼)、Advan(印尼)

巴淡島

小米(中)、華冠

Sat Nusapersada(印尼)

和碩

SIIX(日)

 作為電動車電池重
要原料，鎳儲量及
產量為全球最大，
加上與日商友好關
係，據此重點發展
電動車

 2.7億人口紅利為消
費市場重要後盾，
唯技術水準待提升

 就業與環保法規仍
存在不確定性，對
外商吸引力恐打折

Samsung(韓)、OPPO(中)、vivo(中)、華冠

宏碁

Toshiba(日)

Katolec (日)、Toyota(日)、Hyundai(韓)
Mitsubishi (日) 、Volkswagen(德)

西爪哇省

雅加達

華碩

SIIX(日)

SIIX(日)、Toyota(日)

備註：僅列示資通訊系統EMS組裝、電動車車廠與EMS供應商與據點
資料來源：各廠商，MIC整理，2024年3月
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東協(5/5)：菲律賓基礎佳，唯具政經風險

甲米地省

IMI(菲)

八打雁府

新金寶

蘇比克灣經濟特區

緯創

內湖省馬尼拉

SIIX (日)、Katolec (日)
Toyota(日)

宿霧省

IMI(菲) 、偉創力(新)

IMI(菲) 、偉創力(新)

 1.1億人口居東協國家
第二，因美國殖民歷史
背景，勞工英語能力佳
與易培訓

 科技產業聚落主要圍繞
於首府馬尼拉週邊，工
資低廉為優勢

 政經風險仍存，包括國
內政治風氣、以及美國
擱置續予普遍化優惠關
稅(GSP)

中磊

註1：僅列示資通訊系統EMS組裝、電動車車廠與EMS供應商與據點
註2：GSP = Generalized System of Preferences
資料來源：各廠商，MIC整理，2024年3月

Fro
m

_C
EO

Briefing
_216.73.216.196 d

o
w

nlo
ad

ed
 this d

o
cum

ent at 2026/05/27 06:30:48. ©
 C

o
p

yrig
ht M

IC
.



©  2024 Institute for Information Industry 15

 殖民背景、
印巴衝突、
政治生態等
因素，南北
發展出截然
不同的經濟
軌跡

 莫迪政府製
造政策扶
持，南印度
聚落漸成

印度：政府扶持下新世界工廠初具雛形

安得拉邦

鴻海、Dixon(印)
、Micromax(印)

Hyundai(韓)

北方邦

Samsung(韓)、Dixon(印)、Karbonn(印)、
小米(中)、OPPO(中)、Vivo(中)、傳音(中)
Samsung(韓)

Intex(印)、 Karbonn(印)

哈里亞納邦

惠州光弘(中)、
Micromax(印)

Micromax(印)

馬哈拉施特拉邦

Flex(新)

Jabil(美)

Volkswagen(德)、
Mercedes-
Benz(德)、
Hyundai(韓)、
Katolec(日)、
Jabil(美)

鴻海、Flex(新)、塔塔集團（印）

Toyota(日)

卡納塔卡邦

泰米爾納德邦

鴻海、和碩、Samsung(韓)、比亞迪電子(中)
聯想(中)、華為(中)、小米(中)、Flex(新) 、
Lava(印)、Karbonn(印)、Micromax(印)、塔
塔集團 (印)

Sanmina(美)、Stellantis(荷)、R-N-M 
Alliance(日)

宏碁、台表科、Dell(美)、Flex(新)、

Karbonn(印)、Micromax (印) 、Lava(印)

清奈班
加
羅
爾

孟買

新德里

備註：僅列示資通訊系
統EMS組裝、電動車車
廠與EMS供應商與據點
資料來源：各廠商，
MIC整理，2024年3月 緯創
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中東歐：東亞與歐盟市場門戶地位支撐發展

斯洛伐克

貿聯

鴻海、Volkswagen(德)、
Stellantis(荷)、Volvo(瑞典)

捷克

鴻海

華碩、宏碁

鴻海、正文

鴻海、英業達、緯創、緯穎

致伸

鴻海、英業達、致伸
Hyundai(韓)

匈牙利

宏碁

鴻海

信邦、比亞迪(中)、
Volkswagen(德)、
BMW(德)、
Mercedes-Benz(德)

波蘭

華碩、宏碁、技嘉

訊舟

Toyota(日)、Volvo(瑞典)
Stellantis(荷) Mercedes-
Benz(德)

 接近德國製造部
門，零組件可由鐵
路自重慶供應

 貨物於歐盟境內通
關便利與免關稅，
就近供應歐盟市場

 新冠疫情後、呼應
歐盟製造回流趨
勢，政府優惠措施
多，勞力成本亦相
對較低

備註：僅列示資通訊系統EMS組裝、電動車
車廠與EMS供應商與據點
資料來源：各廠商，MIC整理，2024年3月
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墨西哥：受惠美墨加協定與Tesla設廠，轉型為製造重鎮

 往北與美加簽有
USMCA協定，
往南與南美共屬
拉丁美洲的範
疇，成為美洲製
造的關鍵門戶

 Tesla 在美國德
州與墨西哥新萊
昂州設有據點，
形成群聚效應並
向外擴散

 基礎設施補強與
安全風險將成重
要挑戰 Ford(美)、Volvo(瑞典)、

Volkswagen(德)

中心區 -墨西哥州、普埃布拉州

瓜達哈拉哈

雷諾薩
薩爾蒂約

蒙
特
雷

環旭電、GM(美)、
BMW(德)、Toyota(日)、
Flex(新)

Bajio中部工業區 -哈利斯科

州、瓜華托州、聖路易斯波托西州

Jabil(美)

塔毛利帕斯州

金寶仁寶

新萊昂州

廣達、Tesla(美)、比亞
迪(中)、Hyundai(韓)

科阿偉拉州

通用汽車
(美)、
Stellantis(荷)

契瓦瓦州

鴻海

鴻海、英業達、緯創、緯穎

鴻海、和碩、英業達、緯創

註1：僅列示資通訊系統EMS組裝、電動車車廠與EMS供應商與據點
註2：USMCA = United States-Mexico-Canada Agreement
資料來源：各廠商，MIC整理，2024年3月

鴻海
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資通訊產業之供應鏈重要課題觀察
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品質檢測

人員素質

製程技術

製造課題(1/2)：智慧製造可複製成功經驗，但非一蹴可幾

智慧化調整製程，提高良率
同時減少產品回流再製時間

初期投資成本高

降低人為影響，解決缺
工與管理問題

對高素質技能型人才要
求提升

材料管理
精實成本管理

與供應商缺乏
系統串接，溯
源不易

提高精準度、
即時檢測

模型訓練成本
高，少量多樣
生產環境須
花費時間建
立劣質品樣本

資料來源：MIC，2024年3月

Fro
m

_C
EO

Briefing
_216.73.216.196 d

o
w

nlo
ad

ed
 this d

o
cum

ent at 2026/05/27 06:30:48. ©
 C

o
p

yrig
ht M

IC
.



©  2024 Institute for Information Industry 20

製造課題(2/2)：國際大廠業已於新興基地組建智慧工廠

Case：燈塔工廠 (Lighthouse factories) 為WEF與McKinsey所合作提出之概念，目的在追
蹤工業4.0方面展現領導力的製造商

塔塔鋼鐵
(Tata Steel)

原料成本 4％
服務成本 21％
生產力 20％
逃逸排放 50％

威騰電子
(Western Digital)

非計劃停機 82％
單位生產成本 54％

工廠成本 33％
能源消耗／每拍位元
組(PB) 40％

(鋼鐵及藥廠占五座)

東協

印度

東歐

墨西哥

全球 132座
(截至2023年1月)

資料來源：WEF、McKinsey、各業者，MIC整理，2024年3月

 長期受火山爆發、
颱風等天災影響

 因應材料交貨期
長、需求不穩定等
挑戰

威騰電子
(Western Digital)

 供應鏈不確定性造
成的成本增加，

 市場轉向SSD而限
制資本支出

 停滯不前的營運KPI

 即將喪失的自產原
材料優勢
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建鏈課題(1/2)：上游供應鏈重組迫在眉睫

上游元件
在地業者

上游元件
在地業者

模式二：配合下游組裝、移轉生產

 政府政策優惠
 品牌客戶壓力
 經濟生產規模
 在地業者競爭強度

資料來源：MIC，2024年3月

上游元件

下游組裝

模式三：投資在地上游業者

模式一：台灣+中國生產、運籌全球

 海運：適合大體積元件，主流運輸方式，促使碼頭物流投資日益興盛
 陸運：適合內陸國家，基礎建設為關鍵，政經影響深
 空運：適合高附加價值元件，然地緣戰事 (如俄烏戰爭)導致成本提升
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建鏈課題(2/2)：不同系統產品考量因素各異

Market-orientedChina+1 下游系統組裝考量

上
游
零
組
件
考
量

Production 
Transfer

Logistics

NB

機構組件

模組

iPhone

PCB

模組

電子
元件

機構
組件

EV

元件

次系統

模組

系統

Server

機構組件

模組

註1：電子元件涵蓋聲學元件、石英元件、被動元件、連接器等電子電機項目；機構組件涵蓋樞紐、玻璃蓋板、機殼、機櫃等機械
或材料項目；模組涵蓋觸控面板模組、相機模組、電池模組、電源供應器等具特定完整功能項目
註2：實體箭頭係指已有業者明顯規劃配合下游組裝廠移轉生產，虛線連結係指多仍以運籌因應
資料來源：MIC，2024年3月

模組

電池、電源供應器、充電器

觸控面板、相機等

電子
元件

PCB
電子
元件

PCB
機構
組件

機櫃、滑軌

機殼

Fro
m

_C
EO

Briefing
_216.73.216.196 d

o
w

nlo
ad

ed
 this d

o
cum

ent at 2026/05/27 06:30:48. ©
 C

o
p

yrig
ht M

IC
.



©  2024 Institute for Information Industry 23

淨零課題(1/2)：各國綠色規範發展動態

越南

2050淨零排放
• 啟動《資源動員計畫》(2023年)：到2030年再生能源占發電量比例至少達47%

• 企業直接購售電合約試行計畫 (2022年)：開放企業直接向發電方購買綠電，
讓在越南的企業有機會於營運或製程中100%使用再生能源電力

印度

2070淨零排放
• 國家氣候變遷行動方案 (2021年)：以建立能源效率市場機制
為推動手段，降低每單位GDP增長所產生的二氧化碳排放量

• 國家電動交通任務計畫 (2020年) ：透過制定電動車生產和發
展藍圖、以電動車銷量2030年達35%、2035年100%為目標

泰國

2065淨零排放
• 生物、循環及綠色經濟(BCG)政策 (2021年) ：在「泰國 4.0」吸引的
產業領域基礎上加強永續目標，以「綠色經濟」引外資建構韌性供應鏈

• 《投資促進戰略架構》 (2023-2027) (2022年)：藉由所得稅免稅等
優惠吸引投資，鼓勵企業透過自動化、綠色和智慧產業轉型

墨西哥

未宣告淨零排放
• 氣候變遷特別計畫 (2021年)：再生能源的行動，提高化石燃料
發電廠的效率或緩解石油和天然氣開採

• 國家電動車發展策略 (2023年) ：推動零碳排車輛的生產製
造，至2050 年銷售的輕型和重型客車必須 100% 是電動車

資料來源：MIC，2024年3月
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淨零課題(2/2)： EMS導入低碳策略，紮根在地生產

製程
改善

能源
替代

循環
經濟

供應鏈
管理

• 採購高效節能設備

• 導入ISO 50001能源
管理系統

• 廠區建置再生能源裝置

• 與當地電廠簽訂PPA契約

• 要求供應商進行碳盤查

• 採購物料以海運為主要
運輸

• 引入低碳製程技術

• 導入AI進行主動式
能源管理

• 投資當地再生能源

• 廠區內導入儲能裝置

• 研發綠色產品達到碳中和

• 回收廢棄物在製程中重複
利用

• 邀請供應鏈落地就近供應

• 與供應商合作開發低碳原料

• 以綠建築標準、循環

建築概念建置廠房

短期措施：廠房落地興建 中長期措施：廠區在地深耕

資料來源：各業者，MIC整理，2024年3月
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結論
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結論

 中國世界工廠地位不易撼動，唯「China+1」已全面成為進行式

 G7於聯合公報以較溫和的「去風險化」(de-risking)、取代較受爭議的「脫鉤」(de-coupling) 字
眼，為未來對中策略定調。事實上，2023年台灣產業仍約有92%的筆記型電腦、73%的智慧型手
機、39%的網通設備、以及35%的伺服器於中國本土生產

 雖然去中化難為，但在客戶因擔憂斷鏈風險而持續要求下，務實的「China+1」是廠商不得不面對
的嚴肅課題，供應鏈導向與市場導向為兩個重要考量

 東協、印度、中東歐、墨西哥等新四大生產基地正成形

 東南亞國家因鄰近國家而為首選，由於越南、泰國有計畫性地扶植本土產業或區域發展，印尼、菲
律賓擁龐大內需市場優勢有話語權，配合政策優惠選擇合適地點是為關鍵

 印度與美國作為全球人口前三大國，正展現巨大磁吸力，更將促使當地或周邊國家 (如：墨西哥) 完
整供應鏈的形成

 智造、建鏈、淨零為重要課題

 智慧製造或可加速複製成功經驗，唯機、廠、鏈各環節須確保互操作性以達到完美協作，需要完整
規劃與落地調校，絕非一蹴可幾

 由於下游組裝廠商可能因政治或成本因素，透過在地化 (localize) 策略於當地直接尋求替代的供應
來源，對上游供應鏈而言是明顯風險，須加速因應

 面對歐盟、美國、英國、加拿大、日本、韓國等主要國家均已規劃或啟動碳邊境調整機制
(CBAM)，自始即考量運用減碳設備及再生能源進行製造流程的設計，方能事半功倍
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林柏齊 主任

bochilin@iii.org.tw

產業情報研究所
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附件：各國產業自主化政策
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越南、泰國較有計畫性地扶植本土產業或區域發展

泰國越南

工業 4.0
強化越南全球供應鏈角色

招攬跨國電子製造投資

2021年

修訂《投資法》

• 適用汽車、電子零
組件、高科技、機
械等產業

• 提供企業所得稅4免
9減半優惠等

2020年

《促進輔助工業發展
解決方案》

• 高科技+越南企業參
加供應鏈，可獲得額
外企業所得稅減免

泰國 4.0
提升製造業產值

發展新型態工業

2016年

《東部經濟走廊》

• 針對汽車、智慧電子產業

• 享有企業免稅、進口設備免
關稅、可持有土地

2023年

《重塑四條經濟走
廊》

2020年

《電動車發展藍
圖》

• 促進南部、東北、北部、中
西部欠發達地區發展

• 限高科技產業申請，可獲得
額外所得稅優惠

汽車製造商在2024年，須在本
地生產「 2022至2023年期
間」相等進口數量的純電動汽
車

資料來源：越南國外投資局(FIA)、泰國投資促進委員會(BOI)、KPMG，MIC整理，2024年3月

2024年

提供投資誘因，吸
引晶片製造商

規劃提供獎勵措施以吸引晶片
產業投資，包括稅收減免、土
地補貼及對勞動力發展支持等
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馬來西亞逐步轉向著重前瞻性產業

國家投資願景(NIA)
以電子與電機、藥劑、數位經濟及航太與化工產業作為主軸，
目標吸引更多外資投資

重振投資生態

GDP每年成長4.5-5.5%經濟持續成長

長
期
目
標

馬來西亞

國民財富持續 人均國民總收入每年成長
5.5-6.5%

每年私部門固定資本形成
總額4-5%

2022~2027年

具
體
措
施

外國高管人員可享受15%的所得稅率

 新公司，可享受最高10％的優惠
稅率，為期10年或15年

 現有製造公司，可享受5年內高
達100%的投資稅收減免

電子與電機產業

備註：NIA = National Investment Aspirations
資料來源：馬來西亞國際貿易及工業部(MITI)、 馬來西亞投資發展局(MIDA)，MIC整理，2024年3月
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印尼、菲律賓主賴龐大內需市場優勢

菲律賓印尼

印尼製造4.0 人口市場龐大(2.7億)，
強化印尼製造角色

《電動車激勵計
畫》

規範參與政府採購案必
須為使用本土產品並持
有TKDN之公司，如：電
動車40~80%、網通
35%、筆電25%等

本地製造率40%電動汽
車，享加值稅率自11%
降至1%之優惠

策略投資優先
計畫(SIPP)

依產業特性分為第1至3級
並給予不同期限及程度之
稅務優惠

第一級：為現行「2020投資優先計畫(IPP 
2020)」所列之重點發展經濟活動，如電動車充
電站，4至6年所得稅免稅期(ITH) +10年的5%特
別企業所得稅優惠稅率(SCIT)

具
體
措
施

第二級：彌補菲國產業供應鏈缺口及提升經濟競
爭力及韌性之投資活動，如電動車組裝，4至6年
所得稅免稅期(ITH) +10年的5%特別企業所得稅
優惠稅率(SCIT)

第三級：透過研發應用及科技投資加速產業轉型
之投資活動，如物聯網設備與系統，6至7年所得
稅免稅期(ITH) +10年的5%特別企業所得稅優惠
稅率(SCIT)

《產品原產地認
證》(TKDN)

備註：TKDN = Tingkat Komponen Dalam Negeri；SIPP = Strategic Investment Priority Plan
資料來源：印尼工業部、菲律賓貿工部投資署(BOI) ，MIC整理，2024年3月
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印度具完整提升本土製造能量之政策

生產連結獎勵計畫
(PLI)

修改的電子製造業聚
落計畫 (EMC 2.0)

電子零組件與半導體
製造計畫 (SPECS)

印度出口商品稅捐減
免計畫 (RoDTEP)

增加銷售 零件自製 出口減稅建立聚落

 2020年啟動，針對14
項關鍵產業編列近2兆
盧比 (約240億美元) 的
補助，針對印度製造
產品銷售增量提供4～
6％之獎勵

 與EMS相關占PLI整體
規模的25.7％；與汽
車相關的占PLI整體規
模的23.4％

 2020年啟動，對於
特定電子商品清單
提供資本支出的25
％財務補貼，總補
助高達328.5億盧比
(約3.9億美元)

 自確認之日起5年內
進行的投資將有資
格獲得獎勵

 2021年8月發布，
取代原先印度商品
出口計畫 (MEIS)

 廠商可自出口貨物
中無法抵扣之關稅
或稅收成本中獲得
補貼，退稅率約為
出口離岸價 (FOB)
之0.01％至4.3％

 2020年重新啟動，預
計8年內補助376.2億
盧比 (約4.5億美元)

 提供基礎建設專案成
本50％補助，但每
100英畝土地補助限
額為7億盧比

印度：Make in India

備註：PLI = Production Linked Incentives；SPECS = Scheme for Promotion of Manufacturing of Electronic Components and 
Semiconductors；RoDTEP = Remission of Duties or Taxes on Export Products；EMC 2.0 = Modified Electronics Manufacturing 
Clusters
資料來源：印度政府門戶網站、印度電子和通訊技術部 (MeitY)，MIC整理，2024年3月

Fro
m

_C
EO

Briefing
_216.73.216.196 d

o
w

nlo
ad

ed
 this d

o
cum

ent at 2026/05/27 06:30:48. ©
 C

o
p

yrig
ht M

IC
.



©  2024 Institute for Information Industry 33

中東歐諸國強調區域平衡，並優先布局前瞻技術

斯洛伐克
2018年

《區域投資援助法》
Regional Investment Aid Act 
(57/2018 Coll.)

 限定補助工業／製造業、技術中心或商
業服務

 依據區域失業率，將全國分為西部、中
部、及東部，提供不同補助額度上限

 補助包括提供10年稅收抵免、購買資產
現金補助、提供就業獎勵、提供低於市
價土地(需由市/州所有)

波蘭 匈牙利捷克

2018年

《支持新投資法案》
Act on Supporting New Investments

 加速疫後復甦，將經濟特區之免
稅優惠擴大至全境

 投資補助會依據投資成本、地區
失業率及符合經濟永續發展而定

2019年

投資獎勵措施
Act No. 72/2000

 製造業、研發中心、企業服務業、
健康等戰略性製造業更優惠

 提供10年公司所得稅減免、現金補
助、訓練成本津貼、資本投資補助

2020年

投資獎勵規定
Decree 463/2020 

 延攬具前瞻性發展產業為優
先，吸引資本密集及研究發展
為主之創新科技產業

 提供現金補貼、稅收優惠、低
息貸款等

資料來源: 斯洛伐克投資和貿易發展局(SARIO)、波蘭投資貿易局 (PAIH)、捷克投資局(CzechInvest)、匈牙利投資促進局
(HIPA)，MIC整理，2024年3月
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美國/墨西哥呈現市場、製造專業分工

墨
西
哥

美
國

 美國史上最大氣候
投資法案，預計10
年內投入3,690億美
元

 提供購買電動車
7,500美元購車減稅
優惠

降低通貨膨脹法案 (IRA)
國家電動車基礎建設計畫

(NEVI)

基礎設施投資和就業法案 (IIJA)

建設及購買美國法案
(BABAA)

 75億美元用於建立全國性的
電動車充電網絡

 目標2030年美國EV充電站數
量達50萬座，且以「美國製
造」優先，需有55％充電樁
零件成本來自美國

保稅工廠制度 跨洋走廊

U

S

M

C

A

為加工出口優惠計畫 (IMMEX) 認證公司提供
長達18個月的原料和供應品免稅進口；且出
口增值稅為零

 特萬特佩克地峽 (墨西哥東南) 沿線建立
10 個工業物流園區

 前三年內無須繳納所得稅；後三年只須繳
納所得稅一半，若達到一定的就業目標，
最高將獲得90％的所得稅折扣

 接受聯邦財政援助的基建項
目 (鋼鐵、建築材料及製成
品) 須優先使用美國貨，製成
品55％以上零組件須在美國
製造，2029年增加至75％

 包括但不限於IIJA (BEAD皆
涵蓋其中)

備註：IRA = Inflation Reduction Act；IIJA = Infrastructure Investment and Jobs Act；NEVI = National Electric Vehicle 
Infrastructure；BABAA = Build America, Buy America Act；BEAD = Broadband Equity Access and Deployment
資料來源：國際能源總署（IEA）、美國環境保護局（EPA）、美國行政管理和預算局（OMB）、美國農業部（USDA），MIC整理，
2024年3月
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智慧財產權暨引用聲明

本活動所提供之講義內容或其他文件資料，均受著作權法之保護，非

經資策會或其他相關權利人之事前書面同意，任何人不得以任何形式

為重製、轉載、傳輸或其他任何商業用途之行為

本講義內容所引用之各公司名稱、商標與產品示意照片之所有權皆屬

各公司所有

本講義全部或部分內容為資策會產業情報研究所整理及分析所得，由

於產業變動快速，資策會並不保證本活動所使用之研究方法及研究成

果於未來或其他狀況下仍具備正確性與完整性，請台端於引用時，務

必注意發布日期、立論之假設及當時情境
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